Dampfphasenvakuumloten

Elektronisches Relais

Aufbau auf DCB-Substrat
Leistungshalbleiter und Anschlusspins auf DCB-Obersiete und DCB-Unterseite
vollflachig auf Kiihlkorper mittels Dampfphasenvakuumlotung bleifrei gelotet

Ldftungssteuerung

Leistungshalbleiter auf Kiihlkorper mittels Dampfphasenvakuumlatung gelotet
Ansteuerungselektronik auf Keramiksubstrat bestiickt

3D-Aufbau der Substrate

Bondung auf Gehause-Lead-Frames

Gehausemontage und Verguss



